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 現在、希少元素(貴金属や希土類元素)が乏しくその使用が制限されている。このため、代替
技術の開発が必要である。L10型 Fe/Ni 規則合金は優れた特性を有するため、代替品として期待
されている。	 一方、Al2O3基板は大気中での熱処理によって基板表面上に規則的なステップ構
造が得られている。そのステップ構造は一定なテラス幅と高さが持ち、これについての研究は
既に報告されている。１)L10型合金が原子レベルでの規則合金であることを考えると、平坦な原
子表面上への成長により特性の向上が期待できる。また、基板のステップ構造により付加的な
特性も期待できる。そこで、Al2O3基板上に Fe/Ni 積層膜を成長することを考えた。	 
	 本研究では、まず、Al2O3基板の熱処理条件の検証を行った。アニールによるステップ構造は
AFM を用いて観察した。また、MBE により形成された規則的なステップ構造上へ Fe/Ni 交互積層
膜を成長させ、表面状態を RHEED を用いて観察した。最後に、基板上へ成長した積層膜の磁気
抵抗の変化率の測定を行った。	 
	 大気中での熱処理の結果、Al2O3 基板は大気中において、900℃以上の熱処理によって規則的
なステップ構造が形成されており(図１)、ステップのテラス幅とステップ高さはアニール温度
とアニール時間の変化によってほとんど変化しないことが分かった。ただし、短時間で 1250℃
付近のアニールでは、ステップのテラス幅とステップ高さはわずかに大きくなることがわかっ
た。	 
	 Fe/Ni 薄膜は、いずれの Al2O3基板上へエピタキシャル成長したが(図２)、未処理基板上へ積
層膜成長後表面は平坦であり、アニールした基板上へ積層膜成長後表面が粗いことが分かった。
これは、RHEED の結果とも一致している。一方、磁気抵抗の変化率は、アニールした基板の方
が大きく、これは膜構造に関係していると考えられる。	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     図１ アニール後の基板表面形状          図 2 膜成長後の RHEED パターン                                                                                                                     
